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1. はじめに

　ここ数年，電子機器の多機能化が進んでいる。背景は，
半導体の微細加工技術の発展に伴い，演算部のメインプロ
セッサはマルチコア化することで並列処理が容易に出来る
ようになり，入力部となる画像素子の高解像度化や計測素
子の多機能化によってハードウエア間を高速・大容量の
データが行き来するようになった。そのため，高速伝送路
において設計値と異なる小さな差異であっても誤動作を招
く要因になりかねない。そのため，プリント回路板は緻密
な検査が必要と言える。また，部品内蔵基板や 3次元実装
などが今後増えるにつれて，従来の検査手法では良否の判
断が出来ないプリント回路板が出てきている。

2. 製品の品質

　プリント配線板の検査は，大きく分けると部品を実装す
る前のプリント配線板と実装後のプリント回路板に分けら
れる。プリント配線板 (PWB: Printed wiring board)は，製造
工程で生じてしまった配線のオープン，ショートといった
電気的な異常（信号に対する害）を取り除く必要がある。
また，プリント回路板 (PCB: Printed circuit board)は，部品
のはんだ付けミスや搭載不良などの組み立て工程で生じた
不良を取り除く必要がある。
　品質は積み木であり，前工程の品質を後工程が引きずる
ため検出漏れの少ない検査装置が求められている。以前は
検査工程が多数になっても不良品を炙り出すことは大変重

要とされ，過剰な検査であっても品質を高めることを優先
されており，検査に対する設備投資が有効とされていた。
現在は，最終製品が安価になったため，如何に検査工程を
簡素化しつつ品質を担保できるかが求められている。
　このように，可能な限り検査工程を減らす傾向にあるが
絶対に検査工程の無い品質は今のところないため，Fig. 1に
示すように，検査装置の性能向上，検査工程の見直し，設
計段階からの作りこみを適切に行う必要がある。
　各製造工程において，製造装置と検査装置は対になって
いることが多く，製造プロセスが複雑になるにつれて何対
になるかが決まる。しかし，品質を担保するためには不良
因子を複合的に検出することが求められているが，そのよ
うな装置は世の中に存在しないため，検査装置を多重化す
ることで検出領域のカバーリングを行っている。

3. プリント回路板の検査と位置づけ

　まず，品質の第一関門となるプリント配線板のパターン
検査（Fig. 1の黒枠）について，検査装置の性能向上の観
点から技術紹介を行う。
3.1	 導通検査

　接触式の導通検査は，検査対象となるパッドに金属性テ
ストプローブピンを接触させ，電圧を印加した際の電流値
などから配線の欠陥を検出するものである。具体的には，
PWB上のテスト用のテストパッドや部品搭載用の部品ピン
のパッドに金属性テストプローブピンを接触させることで
2ヶ所のパッド間が断線（オープン）や短絡（ショート）
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Fig. 1　PCB＇s processing model


